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Grupo 1

En la primera parte de la asignatura, se define el concepto de circuito integrado y se lleva a cabo una introduccién a la
tecnologia de circuitos integrados, incidiendo en los procedimientos y equipamientos necesarios para ello. En la
segunda parte, se comienza introduciendo el concepto de circuito impreso, para continuar discutiendo tanto su
proceso de disefio como los procedimientos tecnoldgicos necesarios para su realizacién. Los conocimientos
necesarios para abordar esta asignatura se han obtenido en las asignaturas "Electronica I" y "Electrénica II"
impartidas en el primer y segundo curso de la titulacion, respectivamente.

PRIMERA PARTE: TECNOLOGIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS.
APLICACIONES ANALOGICAS

TEMA 1. Concepto y caracteristicas de los Circuitos Integrados.

TEMA 2. Simulacion de circuitos analogicos mediante el programa PSPICE.
SEGUNDA PARTE: CONCEPCION Y DISENO DE CIRCUITOS IMPRESOS
TEMA 3. Circuitos Impresos: concepto, tipos y disefio.

TEMA 4. Procesos tecnoldgicos para la fabricaciéon de Circuitos Impresos.

TEMA 5. Optimizacién del disefio de Circuitos Impresos.

TEMA 6. Disefio de Circuitos Impresos mediante el programa OrCAD.

En esta asignatura, se pretende un doble objetivo. En primer lugar, introducir el concepto de circuito integrado,
incidiendo en los procesos tecnoldgicos necesarios para su realizacién. Nos centraremos, principalmente, en las
aplicaciones de tipo analégico de estos circuitos. Y en segundo lugar, introducir y desarrollar el concepto de circuito
impreso, tanto desde el punto de vista de su disefio como de los procesos tecnoldgicos necesarios para su
realizacion.

PRIMERA PARTE: TECNOLOGIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS. APLICACIONES ANALOGICAS TEMA 1.
Concepto y caracteristicas de los Circuitos Integrados. A) Tecnologia de los dispositivos semiconductores. A.1)
Elaboracion del sustrato A.2) Elaboracién de las capas activas A.3) Definicién de la geometria de los componentes
A.4) Contactos metdlicos A.5) Ejemplo de transistor bipolar integrado B) Elementos constitutivos de los Circuitos
Integrados. B.1) Limitaciones tecnolégicas B.2) Aislamiento entre componentes B.3) Componentes de los Circuitos
Integrados TEMA 2. Simulacién de circuitos analdgicos mediante el programa PSPICE. A) Introduccion al Disefio
Electrénico asistido por ordenador. B) Caracteristicas generales del programa PSPICE. C) Captura de esquemas
mediante el programa OrCAD. C.1) Descripcion general del programa OrCAD C.2) Transferencia de los esquemas
capturados por OrCAD hasta el programa PSPICE SEGUNDA PARTE: CONCEPCION Y DISENO DE CIRCUITOS
IMPRESOS TEMA 3. Circuitos Impresos: concepto, tipos y disefio. A) Circuitos Impresos. Concepto y ventajas. B)
Tipos de Circuitos Impresos. C) Elementos constituyentes de los Circuitos Impresos. D) Disefio de Circuitos Impresos.
D.1) Disefio manual D.2) Disefio automatico TEMA 4. Procesos tecnoldgicos para la fabricacién de Circuitos
Impresos. A) Preparacién de las placas. B) Fotograbado de las placas impresas. B.1) Método fotografico B.2) Método
serigrafico C) Grabado de las placas. D) Proteccién y mecanizado de las placas. E) Disposicion y soldadura de los
componentes. E.1) Tecnologias de insercion y de montaje superficial E.2) Tecnologia de soldadura por ola F) Marcaje
de las placas con la capa serigrafica. TEMA 5. Optimizacion del disefio de Circuitos Impresos. A) Efectos parasitos en
Circuitos Impresos. B) Control de calidad. Organizacion de los controles. TEMA 6. Disefio de Circuitos Impresos
mediante el programa OrCAD. A) Desde la captura esquematica hasta el disefio de Circuitos Impresos. Encapsulado
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de los componentes. B) Incorporacién y disposicion de los componentes en la placa. Los "ratsnets" y los "vectores".
C) Trazado de conexiones entre componentes (“routing"). Trazado manual y automatico ("autorouting”). Distintas
estrategias de disefio. D) Impresion o trazado de los patrones del Circuito Impreso.

De acuerdo con los dos grandes apartados de que consta la asignatura, se realiza un primer bloque de practicas
dedicadas al analisis y disefio de sistemas electronicos analégicos basicos mediante programas de simulacion de
circuitos, en concreto, el programa PSPICE. El segundo grupo de practicas esta dedicado al disefio de la placa de

circuito impreso mediante el programa Orcad correspondiente a uno de los sistemas analdgicos disefiado y analizado
anteriormente

La nota final de la asignatura se obtendr& a partir de la nota alcanzada en un examen basado en la resolucion de
cuestiones y de la evaluacién continua tanto en las clases tedricas como en las practicas.
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